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Die f olgenden Angaben sind den vom Anmelder emgereichten Unteriagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(§) Verfahren zum Auftrag von Beschichtungen auf Oberflachen 

@ Urn eine exakt dosierbare und ortsaufgeloste Beschich- 
tung von Unteriagen zu ermoglichen, sieht die Erfindung 
ein Verfahren zum Auftragen von Beschichtungen, wie 
insbesondere von Lacken r auf Oberflachen mit einer Vbr- 
richtung vor, die einen Dosierkopf umfafit, welch er zu- 
mindest eine durch ein Steuersignal ansteuerbare Duse 
autweist. 

Das Verfahren umfafit die Schritte: 

- Bewegen einer Unterlage (2) mit einer zu beschichten- 
den Oberflache (3) entlang dieser Oberflache (3) relativ 
zum Dosierkopf (10) und/oder Bewegen des Dosierkopfs 
(10) relativ zu einer zu beschichtenden Oberflache (3) ei- 
ner Unterlage (2) und 

- Auftragen eines fluiden Beach ichtungsmaterials auf die 
Oberflache durch die Duse unter Ansprechen auf zumin- 

i dest ein von einem Rechner (12) erzeugtes Steuersignal. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrtift ein Verfahren zum Auftra- 
gen von Beschichtungen auf Oberflachen, sowie einc \for- 
richtung zum Beschichten von Oberflachen, insbesondere 5 
ein Verfahren zum berunrungslosen Auftragen von Be- 
schichtungen auf Oberflachen, sowie eine Vorrichtung zum 
berunrungslosen Beschichten von Oberflachen. 
[0002] Zur Beschichtung von Oberflachen mit Kunststof- 
fen oder Lacken sind eine Reihe von berunrungslosen \fer- 10 
fahren bekannt. TJnter anderem werden dazu Sprite-, Flut,- 
Extrusions, Giess- oder lauchverfahren oder Beschichtung 
mittels Schlitzdusen oder Capcoating eingesetzt. Alle diese 
Verfahren sind jedoch fur eine hochgenaue Dosierung des 
Beschichtungsmaterials mehr oder weniger ungeeignet oder 15 
zumindest sehr aufwendig. Insbesondere eignen sich derar- 
tige Beschichtungsverf ahren auch nicht oder nur in begrenz- 
tem MaBe, utn ausgewahlte Bereiche der Oberflache selek- 
tiv zu beschichten. Gezielte Beschichtung ausgewahlter Be- 
reiche lasst sich andererseits beispielsweise durch nachtrag- 20 
liche Strukturierung, etwa die Strukturierung von Photolak- 
ken durch Belichtung und Entwickiung erzeugen. Diese 
werden auf Substrate zumeist durch Aufschleudem, bezie- 
hungsweise Spincoating aufgebracht, wodurch sich beson- 
ders diinne und homogene Beschichtungen mit Photolack 25 
erzielen lassen. Jedoch erfordert die nachtragliche Struktu- 
rierung zusaMzliche ArbeitsgSnge. 

[0003] Des weiteren sind aus der Druckindustrie Verfah- 
ren zur nachtraglichen Slrukturierung von Druckformen, 
beispielsweise Photopolymerplatten fur den Flexodruck 30 
oder Druckplatten fur den Ofisetdruck bekannt, bei denen 
durch Beschreiben oder selektives Belichten mittels einer 
Maske eines volmachig beschichteten Substrates das Druck- 
biid erzeugt wird. Diese Verfahren sind jedoch sehr aufwen- 
dig und teuer und der Kosten- und Arbeitseinsatz lohnt sich 35 
daher nur bei hohen Auflagen. 

[00041] Die Erfindung hat sich daher die Aufgabe gestellt, 
ein Verfahren und eine Vonichtung bereitzustelien, mit dem 
eine hochgenaue Dosierung des Beschichtungsmaterials ei- 
nerseits und die Moglichkeit der selektiven Beschichtung 40 
ausgewahlter Bereiche oder der exakten Strukturierung an- 
dererseits bei der Beschichtung von OberfLachen geschaffen 
wird. Diese Aufgabe wird bereits in hochst uberraschend 
einfacher Weise durch ein Verfahren gem&B Anspruch 1, so- 
wie eine \forrichtung gemSB Anspruch 32 gelost. Vorteii- 45 
hafte Weiterbildungen sind Gegenstand der jeweiligen ab- 
hangigen Unteranspruche. 

[0005] Dementsprechend umfa£t das erfindungsgemafie 
Verfahren zum Auftragen von Beschichtungen oder Be- 
schichtungsmaterialien sowie chemischen Reagenzien, wie 50 
insbesondere von Lacken auf Oberflachen mit einer Vonich- 
tung, die einen Dosierkopf umfaBt, welcher zumindest eine 
durch ein Steuersignal ansteuerbare Diise aufweist, die 
Schritte: 
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- Bewegen einer Unterlage mit einer zu beschichten- 
den Oberflache entlang dieser Oberflache relativ zum 
Dosierkopf oder Bewegen des Dosierkopfes relariv zur 
Oberflache iiber die gesamte Oberflache und/bder Be- 
wegen des Dosierkopfs relativ zu einer zu beschichten- 60 
den Oberflfiche einer Unterlage, und 

- Auftragen eines fluiden Materials auf die Oberflache 
durch die Diise unter Ansprechen auf zumindest ein 
von einem Rechner erzeugtes Steuersignal 

65 

[0006] Die mindestens eine Duse kann auch eine Anord- 
nung mehreier Dusen in einem Gitter oder Array beinhalfcen, 
welches durch gezieltes Ansprechen einzelner DUsen ein 



Muster erzeugt. 

[0007] Mit dem erfindungsgemaBen Verfahren lassen sich 
also Materi alien z. B. Beschichtungsmateri alien, wie insbe- 
sondere Lacke exakt dosiert auf der zu beschichtenden 
Oberflache aufbringen. Durch die rechnergestutzte Ansteue- 
rung der mindestens einen Duse in Vbrbindung mit der Be- 
wegung der Unterlage entlang der Oberflache relativ zum 
Dosierkopf wird auBerdem das punktgenaue, strukturierte 
Beschichten der Oberflache ermoglicht, 
[0008] Der Begriff eines fluiden Materials umfaBt in die- 
sem Zusammenhang sowohl flUssige als auch gasfdrmige 
Materialien. Ebenso fallen unter diesen Begriff auch zah- 
flussige Substanzen. Solche zahfl-ussigen Materi alien k6n- 
nen beispielsweise erwarrnt oder erhitzt aufgetragen wer- 
den, etwa urn die Viskositat des Materials zu steuem. 
[0009] Das Verfahren ist hinsichtlich des Materials der zu 
beschichtenden Unterlage nahezu unbeschrankt Beispiels- 
weise konnen mit dem erfindungsgemaBen \ferfahren zellu- 
losehaltige Materialien wie Papier, Karton oder Holz be- 
rtihngs&ei beschichtet oder lackiert werden. Auch Glas, Ke- 
ramik, Metall oder Kunststoffe und Verbundwerkstoffe las- 
sen sich beschichten. Die Beschichtungen konnen sowohl 
dekorative als auch funktioneile Eigenschaften, wie etwa 
zur Oberflachenversiegelung oder als Barriere aufweisen. 
Mit der erfindungsgemaBen Beschichtung konnen beispiels- 
weise durch die Moglichkeit der Strukturierung der Be- 
schichtung auch hochgenaue Druckvorlagen fur verschie- 
dene Druckverfahren, wie Offsetdruck oder Siebdruck 
schnell und in hochst einfacher Weise hergestellt werden. 
Weiterhin kann das Verfahren durch Auftragen von geeigne- 
ten Klebstoffen, insbesondere Klebstoffen mit niedrigem 
Fullgrad auch zum Kaschieren oder zum Laminieren bzw. 
auch zum gezielten Verklehen von speziellen Tbilen der 
Oberflache verwendet werden. Die Beschichtung kann so- 
wohl vollflachig, als auch unter Aussparung von Bereichen 
aufgetragen werden. Ebenso konnen Bereiche unterschiedli- 
cher Schichtdicke durch entsprechende Ansteuerung des 
Dosierkopfs, beziehungsweise der Diise hergestellt werden, 
urn etwa dreidimensional strukturierte Beschichtungen her- 
zustellen. Als Beispiei sei eine Strukturierung genannt, die 
den sogenannten LotushlUteneffekt zeigt, Aufierdem kdnnen 
Bereiche untexschiedlicher Materialien neben- und a ufe Lo- 
an der aufgebracht werden. Das Verfahren eignet sich aber 
auch zum iokalen Aufbringen von chemischen Reagenzien 
unter anderem auch zum Atzen von Oberflachen wodurch 
sich zum Beispiei auch Oberflachengravuren erzeugen las- 
sen. 

[0010] Besonders genaue Dosierungen oder Strukturie- 
rungen lassen sich dabei erreichen, wenn das Auftragen 
durch eine Bubble- Jet-Diise und/oder eine Ink-Jet-Duse er- 
folgt. Mit derartigen DUsen, beziehungsweise entsprechen- 
den Dosierkopfe, wie sie in ahnlicher Weise in Untenstrahl- 
druckern eingesetzt werden, lassen sich kleinste Mengen 
von flussigem Beschichtungsmateri al im Bereich einiger 
Nanoliter unter Ansprechen auf ein Steuersignal gezielt auf- 
tragen. 

[0011] Ink-Jet-Dusen besitzen gegeniiber Bubble-Jet-Du- 
sen auBerdem den weiteren Vorteii, daB das Beschichtungs- 
material nicht erhitzt wird. Dies kann beispielsweise beson- 
ders dann nfltzlich sein, wenn das Beschichtungsmaterial 
temperalurempfindlich ist, etwa weil durch Warmeeinwir- 
kung eine Polymerisation initiiert wird. Mit alien diesen Du- 
sentypen iaBt sich eine Drop-on-Demand-Technik fur die 
aufzutragenden Beschichtungen realisieren, bei welcher un- 
ter Ansprechen auf ein Steuersignal jeweils eine vorbe- 
stimmte Menge von Beschichtungsmaterial mit der Duse 
aufgetragen wird. 

[0012] AuBerdem kann der Schritt des Auftragens eines 
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fliissigen Beschichtungsmaterials den Schritt des Offhens 
eines Ventils, wie insbesondere eines Piezoventils umfassen. 
Bine solche Ventilsteuerung ist insbesondere dann vorteil- 
haft, wean grSBere Mengen von Beschichtungsmaterial auf- 
getragen werden sollen, beispielsweise bei Beschichtungs- 5 
vorgangen mit groGem Vorschub dear zu beschichtenden 
Oberflache, wie es z. B. beim Lackieren von Druckerzeug- 
nissen angewendet wind. 

[0013] Der Anwendbarkeit des Verfahrens sind hinsicht- 
licb der verwendbaren Bescbichtungsmaterialien kaum Bin- 10 
Bchrankungen gesetzL Voraussetzung ist lediglich, dafi die 
Bescrrichtungsmaterialien bei der Verarbeitungstemperatur 
fluid sind. Beispielsweise kann der Schritt des Auftragens 
eines fluids n Beschichtungsmaterials auch den Schritt des 
Auftragens eines fluiden Beschichtungsmaterials umfassen, 15 
welches einen thermoplastischen Kunststoff aufweist. Ther- 
mopLastische Kunststoff e konnen zum Bei spiel geschmoL- 
zeo, in einem Losungsmittel gelost oder als Dispersion 
durch die Diise aufgetragen werden. Fiir Beschichtungen, 
die thermoplastischen Kunststoff anfweisen, sind unter an- 20 
derem Polyethylen, Polypropylen, Folyacrylat, Polymetha- 
crylat, Folyacrylnitril, Polybutadien, Polyamid, Polyester, 
Polyether, Polyetherketone, Polyvinylacetate, Polyacetale, 
Polyvinylacetate, Polyolefine, Polycarbonat, Polyether- 
Biock-Amide, PSU, PES, PPS, PVC, PVDC, PET, PS, 25 
PTFB, PVDF, POM, Polyimide, Polyimid-Derivate, Cellu- 
losederivate und Copolymerisate geeignet. 
[0014] Es ist jedoch nicht nur moglich, Polymere als Roh- 
stoff fur die Beschichtung einzusetzen. Vielmehr kann die 
Beschichtung auch durch eine chenrische Reaktion, wie bei- 30 
spielsweise eine Polymerisation auf der zu beschichtenden 
Oberflache erfolgen. Dies ist vorteilhaft, da auf diese Weise 
etwa auch Beschichtungen hergestellt werden konnen, die 
an sods ten unloslich sind, wie zum Beispiel duroplastische 
Kunststoffe. Ausserdem kann auf diese Weise Losungsmit- 35 
telfrei gearbeitet werden. Dazu kann der Schritt des Auftra- 
gens eines fluiden Beschichtungsmaterials vorteilhaft den 
Schritt des Auftragens eines Beschichtungsmaterials umfas- 
sen, welches wenigstens eine Komponente eines chemi- 
schen Reaktivsystems aufweist. Ftir derartige Beschichtun- 40 
gen geeignet sind dabei unter anderem isocyanatvemet- 
zende Systeme, Polyuiethane Epoxidsysteme, Aery late, 
Methacrylate, Silikone sowieDerivate eines dieser Systeme. 
Selbstverstandlich konnen diese Systeme gegebenenfalls 
auch miteinander kombiniert werden. 45 
[0015] Mit Hilfe dieser Vorgehensweise lassen sich z. B. 
auch reaktive Mischungen in der gewlinschten Dosierung 
aufbringen und Ortlich variieren um ein ortsaufgelostes Ei- 
genschaftsprofil zu erzeugen. Hierzu konnen durch die min- 
destens eine Diise auch tnehrere Komponenten auf der 50 
Oberflache gemischt und zur Reaktion gebracht werden. 
[0016] AuBerdem kann der Schritt des Auftragens eines 
fluiden Beschichtungsmaterials den Schritt des Auftragens 
eines Beschichtungsmaterials umfassen, welches wenig- 
stens eine Komponente eines mermisch vernetzbaren Sy- 55 
stems aufweist. Thermisch vemetzbare Systeme als Be- 
schichtungsmaterial sind vorteilhaft, da sich die Vernetzung 
hier besonders einfach durch Erwarmung der aufgetragenen 
Beschichtung in Gang bringen lSBt. Derartige mermisch 
vemetzbare Systeme konnen zum Beispiel Polyester-Meia- 60 
min, -HarnstofT, Epoxidsysteme, Acrylate, Methacrylate 
oderPolyestersysteme umfassen. 

[0017] GemaB einer besonders bevorzugten Ausgestal- 
tung des erfindungsgemaBen Verfahrens kann der Schritt des 
Auftragens eines fluiden Beschichtungsmaterials auBerdem 65 
den Schritt des Auftragens eines Beschichtungsmaterials 
umfassen, welches wenigstens eine Komponente eines 
strahlenhartbaren Systems aufweist 



128 A 1 

4 

[0018] Diese Lacks und Beschichtungen lassen sich be- 
sonders gut mit dem edindungsgernafien Verfahren verar- 
beiten. Beispielsweise konnen diese im allgemeinen pro- 
blemlos mit Bubble-Jet oder Ink-Jet aufgebracht werden. 
Die schnelle Aushartbarkeit strahlenhartbarer Beschich- 
tungsmaterialien kommt der MQglichkeit der hohen Be- 
schichtungsgeschwindigkeit des erfindungsgemassen Ver- 
fahrens sehr entgegen, da sich hierdurch ein sehr hoher 
Durchsatz beim Beschichtungsprozess erzielen lasst Solche 
strahlenhartbare Systeme konnen unter anderem Acrylate, 
Methacrylate, Polyvinylether, Polyester auf Malein- und Fu- 
marsaurebasis, Epoxide, Styrolverbindungen oder Silicon- 
acrylate umfassen. Selbstverstandlich konnen als strahlen- 
hartbare Systeme auch hier Kombinationen der oben ge- 
nannten Systeme verwendet werden. 
[0019] Besonders vorteilhaft kann das Verfahren weiter- 
hin den Schritt des Verfestigens des fluiden Beschichtungs- 
materials auf der Oberflache umfassen. Das Verfestigen der 
aufgetragenen Beschichtung kann beispielsweise den 
Schritt des Trocknens des Beschichtungsmaterials umfas- 
sen. Im Falle von gelostem Beschichtungsmaterial, wie bei- 
spielsweise bei gelosten Kunststoffen wird dabei die Verfe- 
stigung durch Abdampfen des Losungsmittels erreicht Die 
Trocknung kann dabei einfach thermisch erfolgen. Jedoch 
ist auch die Vakuumtrocknung oder Trocknung mitteis ge- 
eigneter Trockenmittei geeignet, was bei temperaturemp- 
findlichen Beschichtungen von Vorteil sein kann. AuBerdem 
lassen sich bei thermisch vernetzbaren Systemen die Trock- 
nung, bezi eh ungs weise das Abdampfen von Losungsmittel 
und die Vernetzung in einem Arbeits schritt durch fuhren. 
[0020] Weiterhin kann der Schritt des Verfestigens des 
fluiden Beschichtungsmatexials auf der Oberflache auch den 
Schritt der Strahlenhartung eines geeigneten Beschichtungs- 
materials umfassen. Strahlenhartung und Trocknung konnen 
fur die Verfestigung auch vorteilhaft miteinander kombiniert 
werden. 

[0021] Die Verfestigung kann ebenso auch durch eine che- 
mische Reaktion von Bestandteilen der aufgebrachten Be- 
schichtung erfolgen. Beispielsweise konnen Komponenten 
der Beschichtung durch Polymerisation und/oder Vernet- 
zung untereinander reagieren. Die Vernetzung kann dabei 
auch thermisch in Gang gesetzt werden. 
[0022] Eine Verfestigung der Beschichtung kann auBer- 
dem durch Reagieren des Beschichtungsmaterials mit einer 
Vorbeschichtung auf der Oberflache geschehen. Beispiels- 
weise kann dazu bei einem Mehrkomponentensystem die 
Oberflache mit einer Vorbeschichung versehen sein, welche 
eine Komponente des Systems aufweist Durch die zumin- 
dest eine DUsb wird dann ein Beschichtungsmaterial aufge- 
tragen, welches eine weitere Komponente des Mehrkompo- 
nentensystems aufweist. Die Komponenten kommen dann 
auf der Oberflache in Kontakt und reagieren miteinander un- 
ter Bildung eines Mehrkomponenten-KunststofTs. In glei- 
cher Weise kann auch eine Reaktion der durch die ziimin- 
dest eine Diise aufgetragenen Beschichtung mit einer Nach- 
beschichtung erfolgen, beispielsweise durch eine nachfol- 
gende VorhanggieBbeschichtung mit einem Beschichtungs- 
material, welches eine weitere Komponente eines Mehr- 
komponentensy stems aufweist 

[0023] Von Vorteil ist femer eine Ausgestaltung des erfin- 
dungsgemSfien Verfahrens, wobei der Dosierkopf zumindest 
eine erste Diise und zumindest eine zweite Diise aufweist 
und der Schritt des Auftragens eines fluiden Beschichtungs- 
materials auf die Oberflache durch die Diise unter Anspre- 
chen auf ein von einem Rechner erzeugtes Steuersignal den 
Schritt des Auftragens eines ersten Beschichtungsmaterials 
durch die zumindest eine erste Diise und eines zweiten Be- 
schichtungsmaterials durch die zumindest eine zweite DUse 
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umfaBt. Beispielsweise konnen das erste und zweite Be- 
sctachtungsmaterial jeweils Komponenten cines Mehrkom- 
ponentensystems aufweisen. Damit werden die Komponen- 
ten auf der zu beschichtenden Oberflache in Kontakt ge- 
bracht und es kann dadurch eine PoLymerisation oder Ver- 5 
netzung in Gang gesetzt werden. AuBexdem kann diese Va- 
riante des Verfahrens auch dazu benutzt werden, Mehr- 
schichtsysteme in einem Verarbeitungsschritt aufzutragen. 
Ebenso konnen, bedingt durch die Moglichkeit des punktge- 
nauen Auftrags verschiedene Beschichtungen auch struktu- LO 
riert nebeneinander, beziehungsweise ineinandergreifend 
aufgebraeht werden. 

[0024] Mittels des exfindungsgemSBen Verfahrens kdnnen 
auBerdem Druckformen hergestellt werden. Als Druckfor- 
men fiir Druckmaschinen werden zumeist zylindrische 15 
Druckwalzen oder, beispielsweise im Offsetdruck auf 
Druckwalzen befestigte Bleche verwendet, welche die 
Dmckfortn aufweisen. Das HersteUen und Wechseln der 
Druckformen ist jedoch in der Kegel aufwendig. Mit den 
durch das erfindungsgem&Be Verfahren herstellbaren exakt 20 
strukturierten Beschichtungen konnen jedoch Druckformen 
durch Auftragen strukturierter Beschichtungen direkt und 
ohne weitere Zwischenschritte hergestellt weiden. Entspre- 
chend umfaBt bei einer Weiterbildung des Verfahrens der 
Schri tt des Auftragens eines fluiden Beschichtungsmateri als 25 
auf die Oberflache durch die Diise unter Ansprechen auf ein 
von einem Rechner erzeugtes Steuersignal vorteilhaft den 
Schritt des Bebilderns einer Druckform. Die aufgetragene 
Beschichtung kann dabei je nach Art und Struktur des Be- 
schichtungsmateri als unter anderem fur Hoch- Tlef- Rakel- 30 
oder Offsetdruck verwendet werden. 

[0025] Die ortlich aufgeloste, exakte Dosierung erlaubt es, 
wie ausgefiihrt, Mehrkomponentensysteme in Situ zu erzeu- 
gen und auf der zu beschichtenden Oberflache in jedem ge- 
wunschten Verhaltnis zu mischen und zur Reaktion zu brin- 35 
gen. Hierdurch kann zum Beispiel die Bebilderung von 
Druckformen direkt in der Druckrnaschine erfolgen, wobei 
sowohl zweidimensionale Strukturen, etwa durch ortsaufge- 
lost unterschiedliche chemische Eigenschaften der Be- 
schichtung, als auch dreidimensionale ortsaufgeloste Struk- 40 
turen unterschiedlicher Schichtdicke durch ortsaufgeloste 
Dickschichtauftragung aufgetragen werden kdnnen, Hier- 
durch las sen sich zum Beispiel Druckformen fur den Offset- 
bzw. fur den FLexodruck erzeugen. 

[0026] Ebenso kdnnen so fur dekorative Beschichtungen 45 
ortsaufgelost verschiedenartige Beschichtungen nebenein- 
ander oder ubereinander aufgebraeht werden. Beispiels- 
weise konnen Strukturen mit Glanz- und Matteffekt neben- 
einander aufgetragen werden. 

[0027] Das Bewegen der Unterlage entlang der zu be- 50 
schichtenden Oberflache relativ zurn Dosierkopf und/oder 
das Bewegen des Dosierkopfs relativ zur Oberflache der 
Unterlage kann mit \brteil den Schritt des Vorscrriebens der 
Unterlage in einer ersten Richtung umfassen. Dabei wild 
durch eine geeignete Einrichtung die Unterlage entlang der 53 
ersten Richtung durch die Beschichtungsvorrichtung vorge- 
schoben und so an der zumindest einen Dtise vorbeibewegt. 
Vorteilhaft geschieht auch der \forschub rechnergesteuert 
oder wird rechnerunterstutzt erfasst, so daB wahrend der 
rechnergestiitzten Ansteuerung des Dosierkopfes die Be- 60 
schichtungsposidon, also der Punkt auf der Oberflache wel- 
cher der Dtise gegenilberliegt, bekannt ist. 
[0028] AuBerdem ist es gunstig, wenn der Dosierkopf ent- 
lang einer zweiten, zur ersten Richtung im wesentlichen 
senkrechten Richtung bewegt wird. Durch Kombination « 
dieser beiden Bewegungen las sen sich in einfacher Weise 
mit einer begrenzten Breite des Dosierkopfes, beziehungs- 
weise mit einer begrenzten Anzahl von DUsen auch unter- 
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schiedlich breite Unterlagen flachendeckend und strukfu- 
riert beschichten. 

[0029] Selbstverstandlich ISsst sich ein breiteres Substrat 
auch durch eine grossere Anzahl von nebeneinander ange- 
ordneten Dusen abdecken. 

[0030] Weiterhin kann es vorteilhaft sein, auch eine Be- 
wegung des Diisenkopfs senkrecht zur beschichtenden Fla- 
che zu ermoglichen, da es hierdurch auch dreidimensionale 
Substrate beschichtet werden konnen. 
[0031] Letztlich sind jedoch der Bewegung des Dosier- 
kopfs keine Grenzen gesetzt, wodurch auch ein Einsatz des 
Dosierkopfs in Mehrachssystemen moglich ist Damit kon- 
nen auch dreidimensionale Korper beschichtet oder sogar 
geformt werden. Weiterhin kann auch kabel-, draht- oder 
schiauchartiges Material beschichtet werden. Hier findet die 
Bewegung des Dosierkopfs auf einer Kreisbahn statt oder es 
werden beispielsweise ringrbrmig mehrere Dusen angeord- 
net. Gegeniiber der normalerweise fiir die Beschichtung die- 
ser Geometrie ubiichen Extrusion besteht der Vorteil des er- 
findungsgemSBen Verfahrens unter anderem darin, dass re- 
aktive Mehrkomponentenmischungen aufgebraeht werden 
konnen, die erst auf dem Substrat reagieren. 
[0032] Die zu beschichtende Unterlage kann auBerdem 
bahnartig sein und kann bei entsprechender Flexibility des 
Materials auf einer Rolle aufgewickelt sein. Der Schritt des 
Bewegens der Unterlage endang der zu beschichtenden 
Oberflache relativ zum Dosierkopf und/oder des Bewegens 
des Dosierkopfs relativ zu dieser Oberflache der Unterlage 
kann dann mit Vorteil den Schritt des Abwickelns des Mate- 
rials von der Rolle umfassen. Ein derartig ausgestaltetes 
Verfahren kann fiir eine Vielzahl von industriellen Anwen- 
dungen eingesetzt werden. Als geeignete bahnartige Unter- 
lagen dafur kommen beispielsweise Papier- oder Karton- 
bahnen, Glasbahnen, KunststofF- oder Metallfolien oder 
Stoffe in Betracht. Auch die Beschichtung von Verbund- 
werkstoffen, wie Laminatfolien und auch deren Herstellung 
kann mit dem Verfahren durchgefuhrt werden. 
[0033] AuBerdem kann der Schritt des Bewegens der Un- 
terlage entlang der zu beschichtenden Oberflache relativ 
zum Dosierkopf mit Vorteil den Schritt des Aufwickelns der 
Unterlage auf eine Rolle umfassen. Durch Kombination mit 
dem Ab wick ein der Unterlage lafit sich so auBerdem ein 
Rolle-zu-Rolle-FertigungsprozeB erreichen. 
[0034] Urn komplexere Beschichtungen zu erzeugen, 
kann das Verfahren auch so ausgestaltet sein, daB die 
Schritte des Bewegens einer Unterlage mit einer zu be- 
schichtenden Oberflache entlang dieser Oberflache relativ 
zum Dosierkopf und/oder des Bewegens des Dosierkopfs 
relativ zu einer zu beschichtenden Oberflache einer Unter- 
lage und des Auftragens eines fluiden B esc hie htungs materi- 
als auf die Oberflache durch die Dtise unter Ansprechen auf 
ein von einem Rechner erzeugtes Steuersignal mehrfach 
durchgefuhrt werden. Auf diese Weise lassen sich sowohl 
dicke Beschichtungen, als auch insbesondere Multilayer- 
strukturen erzeugen. Dabei kdnnen bei der mehrfachen Be- 
schichtung fur die einzelnen Lagen auch unterschiedliche 
Beschichtungsmaterialien eingesetzt werden. 
[0035] Mit dem erfindungsgemaBen Verfahren konnen 
nicht nur Lacke, organische Beschichtungen oder Polymer- 
beschichtungen aufgetragen werden. Das Verfahren kann 
vielmehr auch so ausgestaltet werden, daB die strukturierte 
Beschichtung mit metallischen Bereichen^ermoglicht wird. 
Dies kann beispielsweise bei der Fertigung von Leiterplat- 
ten eingesetzt werden. Dazu umfafit der Schritt des Auftra- 
gens eines fluiden Beschichtungsmaterials den Schritt des 
Auftragens eines Beschichtungsmaterials, welches eine 
Keimldsung, insbesondere eine Sn(IV)-haltige KeimLosung 
aufweist. Mit einem geeigneten nasschemischen Verfahren 
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kann dann die Oberflache metallisiert werden. Dieser Vbr- 
gang des Metallisierens ist an sicb aus der Leiterplattenher- 
stellung bckannL Die Metallisierung kann bci spiels weise 
durch Abscheiden von Haftnickel und anschlieBendem Ab- 
scheiden von Kupfer als Leitschicht auf der Haftnickel- 5 
schicht erfolgen. Mit dem erfindungsgema^en Verfahren 
wird es jedocb ermoglicht, die Keimlosung sebr gezdelt do- 
siert und fein strukturieit auf der Oberflache aufzutragen. 
Die Metallisierung tritt dann nur auf den Bereichen der 
Oberflache ein, welche mit Keimlosung behandelt wuide. 10 
Die Lm Stand der Technik bekannten Verfahren verwenden 
hierbei zur Strukturierung eine nachtntguche, photolithogra- 
phische Strukturierung einer vomer vollstandig metalli- 
sierten Flache. Demgegeniiber ermoglicht also das erfin- 
dungsgemaBe Verfahren, auf wesentlich einfachere Weise 15 
ebenfalls strukturierte metallische Bereiche aufeubringen. 
Dies kann in Kombi nation mit der freden Wahl der OberfLa- 
chengeome trie auch dazu genutzt werden, metallische 
Strukturen z. B. als Leiterbahnen auf komplexe KunststofF- 
teile aufzubringen, wie sie unter anderem in der Fahrzeuge- 20 
lektrik als Spritzgussteile in Schaltern aber auch fur Ge- 
hause von elektronischen Komponenten vielfach Verwen- 
dung linden. 

[0035] Das Verfahren kann auBerdem vorteilhaft den 
Schritt des zumindest teilweise Entfernens der Beschichtung 25 
auf der Oberflache umfassen. Dies ist besonders dann sinn- 
voll, wenn die Beschichtung als Maske dient. So kann auch 
diese Ausgestaltung des Verfahrens zur strukturierten Me- 
tallisierung, etwa zur Herstellung von Leiterbahnen verwen- 
det werden. Beispielsweise wild dazu eine entsprechend ne- 30 
gativ strukturierte Polymerbeschichtung aufgetragen und 
die so beschichtete Oberflache anschlieBend metallisiert. 
Die Metallisierung kann dabei beispielsweise durch Sput- 
tem oder Bedampfen erfolgen. Durch En tf em en der struktu- 
rieit aufgetragenen Polymerbeschichtung wird dann die Me- 35 
tallisierung auf den beschichteten Bereichen abgehoben, 
wobei auf den vorher nicht beschichteten Bereichen die Me- 
tallisierung stehenbleibt (Lift-off-Technik). Diese Prozesse 
werden normalerweise in Resisttechnologie durchgefiihrt. 
Vorteil des erfindungsgemafien Verfahrens demgegeniiber 40 
ist hier ebenfalls der Wegfall der aufwendigen Belichtungs- 
und Entwicklungsschritte des Photoresists. 
[0037] Auch dieses Verfahren zum Herstellen von struktu- 
rierten Metallisierungen auf einer Unterlage kann auch fUr 
die Herstellung von Multilayer-Platinen durch mehrfaches 45 
Wiederholen der Arbeitsschritte erfolgen, wobei zwischen 
jeder der Metallisierungen eine Lackierung oder Kunststoff- 
beschichtung als Isolatorschicht aufgetragen werden kann. 
[0038] Das erfindungsgemaBe Verfahren laBt sich auch in 
vielfacher Weise zur Herstellung optischer Komponenten 50 
einsetzen. Mit einer strukturierten Beschichtung, die trans- 
parente Beschichtungsmaterialien umfaBt, konnen so opti- 
sche Strukturen auf der Unterlage definiert werden. Bei- 
spielsweise kann die Kombination von ortsaufgeloster Be- 
schichtung und der Einsatz mehrerer Beschichtungsmateria- 55 
lien vorteilhaft dazu eingesetzt werden, optische Kompo- 
nenten in der Beschichtung zu definieren. Hierfur muB ein 
Bereich in der Schicht einen anderen Brechungs index auf- 
weisen, als benachbarte Bereiche. Dementsprechend umfaBt 
bei einer solchen Weiterbildung der Erfindung der Schritt 60 
des Auftragens eines fluiden Beschichtungsmaterials auf die 
Oberflache durch die Diise unter Ansprechen auf ein von ei- 
nem Rechner erzeugtes Steuersignal den Schritt des Auftra- 
gens von Beschichtungsmaterial auf zumindest einen Be- 
reich, welches einen gegeniiber angrenzenden Bereichen an- 65 
deren Brechungsindex aufweist. Neben Wellenteitern als 
optische Komponenten las sen sich auf diese Weise selbst- 
verstandlich auch andere optische Komponenten, wie etwa 
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Gitter herstellen, Ebenso kann das erfindungsgemafie Ver- 
fahren auch besonders vorteilhaft dazu benutzt werden, 
komplexere, mehrkomponentige optische Bauteile, wie 
etwa Arrayed Waveguide Gratings, Splitter oder Combiner, 
oder auch Mach-Zehnder Interferometer herzustellen. 
[0039] Durch mehriagige Beschichtung oder in dicken 
Schichten kann auch die vertikale Position des Lichtwellen- 
leiters gezielt gesteuert werden. Hierdurch ergeben sich 
viele Anwendungen im Bereich der optischen Lichtwelien- 
leiter, wie z. B. die Anbindung von planaren Wellenleiter- 
strukturen an dreidimensional gefbrmte Wellenleiter, wie 
z. B. Glasfasem oder andere optische Bauteile. Oder aber 
die Herstellung von optischen Funktionsschichten in Multi- 
layerplatinen durch die Aufbringung von optisch runktiona- 
lisierten Zwischenschichten, die optische Verbindung von 
Bauelementen auf herkornmlichen gedruckten Schaltungen 
in einer zusatzlichen Schicht. Bedingt durch das Herstei- 
lungsverfahren, in dem es moglich ist, begrenzt auch Diffu- 
sion zwischen benachbarten, chemisch unterschiedlichen 
Bereichen bis zur Aushartung der Schicht zuzulassen, ist es 
moglich auch einen Brechungsindexgradienten zu erzeugen, 
wodurch sich die lAchtfuhrung in den Lichtwellenleitem ge- 
zielt beeinflussen lasst. 

[0040] Die Erzeugung unterschiedlicher Brechungsindi- 
zes in optisch transparenten Schichten kann auch zur Erzeu- 
gung von optischen Strukturen in den Lackschichten ausge- 
nutzt werden. Hierdurch kann ein Produkt fSlschungssicher 
gekennzeichnet werden oder es konnen Muster fur eine au- 
tomatische Erf as sung mittels optischer Lesegerate aufge- 
bracht werden. 

[0041] Das Verfahren kann weiterhin mit Vorteil den 
Schritt des Ausrichtens der Unterlage oder die Erfassung der 
Position und des Winkels der Unterlage relativ zum Dosier- 
kopf umfassen. Durch das Ausrichten der Unterlage oder 
des Beschichtungsmuster auf die Unterlage wird die richtige 
Positionierung vom Beschichtungsmuster auf der Unterlage 
sichergestellt. Das Ausrichten kann dabei mechanisch oder 
auch optisch kontrolliert werden. Die Ausrichtung relativ 
zum Dosierkopf umfaBt dabei nicht nur eine Ausrichtung 
der Unterlage relativ zu einem festgehaltenen Dosierkopf. 
Vielmehr kann die Ausrichtung auch besonders vorteilhaft 
durch Anpassung der Position des Dosierkopfs vorgenom- 
men werden. Das Ausrichten des Dosierkopfs und damit die 
Ausrichtung des Beschichtungsmusters relativ zur beschich- 
tenden Unterlage, zum Beispiel durch Erfassung der Lage 
und Ausrichtung des Substrates, ermoglicht es, das Be- 
schichtungsmuster rechnergestUtzt an Form und Lage des 
Substrats angepaBt zu positionieren. Die Erfassung kann 
beispielsweise optisch mittels 3-Punkt-Laser durchgefuhrt 
werden. Hierin liegt unter anderem ein besonderer Vorteil 
dieser erfmdungsgemassen Ausgestaltung des Verfahrens, 
da die Ausrichtung des Beschichtungmuster auf das Substrat 
so schnell erfolgt, dass auf eine mechanisch oft aufwendige 
exakte Positionierung oder vor allem bei grossen und/oder 
sch weren Substraten kaum zu bewerkstelligende nachtragli- 
che Ausrichtung des zu beschichtenden Substrats verzichtet 
werden kann. 

[0042] Im Rahmen der Erfindung liegt es auch, eine Be- 
schichtungsvorrichmng anzugeben, welche insbesondere 
geeignet ist, das oben beschriebene, erimdungsgemafie Ver- 
fahren auszufiihren. Dementsprechend umfaBt eine Vforrich- 
tung zum Auftragen von Beschichtungen wenigstens eine 
Beschichtungseinheit, die zumindest einen Dosierkopf um- 
faBt, welcher zumindest eine Diise aufweist, die unter An- 
sprechen auf ein Steuersignal steuerbar ist, sowie eine Ein- 
richtung zum Bewegen einer Unterlage mit einer zu be- 
schichtenden Oberflache entlang dieser Oberflache relativ 
zum Dosierkopf und/oder zum Bewegen des Dosierkopfs 
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relativ zu einer zu beschichtenden Oberflache einer Unter- 
lage. Die Einrichtung zum Bewegen der Unterlage relativ 
zum Dosicrkopf und/oder des Dosierkopfs relativ zu der zu 
beschichtenden Oberflache kann selbstverstandlich auch 
eingerichtet sein, eine raumliche Bewegung des Dosierkop- 5 
fes in alien drei Raumrichtungen, etwa zur Beschichtung 
dreidimensionaler Korper auszufuhren. Im Fall von ebenen 
Oberfl achen lfann das Substrat auch in Ruhe bleiben und der 
Dosierkopf wild entlang zweier im wesentlichen zueinander 
senkrecht stehender Achsen bewegt. 10 
[0043] Der Dosierkopf ist dabei bevorzugt so angeordnet, 
dafi die zumindest eine Duse die zu beschichtende Unterlage 
nicht beruhrt Damit wird in vorteilh after Weise ein beruh- 
rungsloses Beschichten der Unterlage ermoglicht 
[00414Q Vorteilh aft kann die Einrichtung zum Bewegen ei- is 
ner Unterlage mit einer zu beschichtenden Oberflache ent- 
lang dieser Oberflache relativ zum Dosierkopf und/oder 
zum Bewegen des Dosierkopfs relativ zu einer zu beschich- 
tenden Oberflache einer Unterlage femer eine Transportein- 
richtung zum Transport der Unterlage entlang einer ersten 20 
Richtung umfassen. Mit der Tran sportei mi c htung konnen 
die zu beschichtenden Unterlagen in der "\fcrrichtung bewegt 
und insbesondere durch die Vorrichtung hindurch transpor- 
tiert werden, was einen kontinuierlichen Beschichtungspro- 
zeB ermoglicht 25 
[0M5] Weiterhin kann die Beschichtungseinheit auBer- 
dem eine Einrichtung zurn Bewegen des Dosierkopfe ent- 
lang einer zweiten, zur ersten Richtung im wesentlichen 
senkrechten Richtung umfassen. Damit kann die zumindest 
eine Duse an jedem Punkt der zu beschichtenden Oberflache 30 
positioniert werden, urn dort dosiert die Beschichtung auf- 
bringen zu konnen. Dadurch, daB diese Einrichtung zur Be- 
wegung entlang einer zur Transportrichtung der Unterlage 
im wesentlichen senkrechten Richtung in der Beschich- 
tungseinheit untergebracht ist, kann auBerdem die Beschich- 35 
tungseinheit leicht in bereits bestehende Aniagen, wie bei- 
pielsweise Druck- oder Lackieranlagen integriert werden, 
da diese vielfach bereits Transporteinrichtungen aufweisen. 
[QMS] Fur die kontinuierliche Beschichtung von dreidi- 
mensionalen Substraten kann es weiterhin von \krteil sein, 40 
den Dosierkopf so zu montieren, dass auch eine Bewegung 
in einer dritten Dimension und gegebenen falls sogar eine 
Drehbewegung des Kopfes moglich ist, urn alle Stellen ei- 
nes dreidimensionalen Korpers beschichten zu kQnnen. 
[0047] Die zumindest eine Duse kann besonders vorteil- 45 
haft eine Bubble- Jet-Duse und/oder eine Ink-Jet-Duse um- 
fassen. Diese Diisentypen, sowie die entsprechenden Do- 
sierkopfe werden in groBen StUckzahlen in Druckem einge- 
setzt, so daB diese Diisen entsprechend preiswert sind. Zu- 
dem erlaubt der Einsatz derartiger Diisen die in der Tinten- 50 
strahl-Drucktechnologie erreichbare hohe Ortsgenauigkeit 
und Genauigkeit bei der Dosierung fur den Auftrag von Be- 
schichtungsmaterialien wie z. B. Kunststoffbeschichtungen 
oder Lac ken zu nutzen. Die zumindest eine Duse kann fer- 
ner an ein Ventil, insbesondere an ein Rezoventil ange- S5 
schlossen sein. Das Ventil kann insbesondere steuerbar aus- 
gelegt sein, urn eine rechnergestUtzte Dosierung des Be- 
schichtungsmaterials durch Steuerung des Ventils zu ermog- 
lichen. 

[004S] Um die Beschichtungsvorgange mit hohem Durch- so 
satz bei moglichst geringem Platzbedarf der Beschichtungs- 
anlage zu ermdglichen, kann die \forrichtung auBerdem eine 
Einrichtung zum Verfestigen der beschichteten Oberflache 
der Unterlage aufweisen, wodurch in der Vorrichtung kurze 
Trockenstreckcnausreichend sind. Die beschichtete Unter- 65 
lage kann dann nach dem Ende der Beschichtung und 'Verfe- 
stigung sofort entnommen oder weiterverarbeitet werden, 
ohne daB eine sonst etwa noch nicht vollstfindig verfestigte 
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oder ausgehartetete Beschichtung beschadigt werden kann. 
[0049] Die Einrichtung zum Verfestigen der beschichteten 
Oberflache der Unterlage kann zum Beispiel eine Trock- 
nungseinrichtung, wie insbesondere eine Infrarot- und/oder 
Warmetrocknungseinrichtung umfassen. Fiir den Auftrag 
von strahlungshartbaren Beschichtungen, wie beispiels- 
weise UV- oder eleklronenstrahlhartbaren Lacken ist auBer- 
dem eine UV- oder Elektronenstrahlhartungseiririchtung 
von Vorteil. 

[0050] SchlieBlich kann die Vorrichtung eine Einrichtung 
zur Ausrichtung der Unterlage umfassen. Mittels dieser Ein- 
richtung wird die Unterlage vor und/oder wahrend dem Be- 
schichtungsvorgang exakt ausgerichtet, damit die Duse des 
Dosierkopfes entsprechend genau positioniert werden kann. 
[0051] Die Vorrichtung kann auBerdem eine Einrichtung 
zur Messung der Position der Unterlage aufweisen. Dies er- 
moglicht beispielsweise eine Kontrolle und Nachkorrektur 
der Position der Unterlage oder des Dosierkopfs oder bei 
Verwendung mehrerer Diisen in einem Array auch die Aus- 
richtung des Beschichtungsmusters auf die Unterlage, die 
dann nicht spezjell positioniert werden muss. Die Position 
kann dabei bevorzugt optisch oder mechanisch bestimmt 
werden. Vorteilhaft ist dabei insbesondere eine Kombina- 
tion mit einer Einrichtung zum Ausrichten der Unterlage 
oder des Dosierkopfs. Auf diese Weise kann vor und wah- 
rend der Beschichtung die Position des Beschichtungsbildes 
relativ zur Unterlage kontrolliert und korrigiert werden. 
[0052] Weiterhin liegt es im Rahmen der Erfindung, eine 
mittels des erfindungsgemaBen Verfahrens und/oder der er- 
findungsgemaBen Vorrichtung beschichtete Unterlage anzu- 
geben. Entsprechend einer mehrfachen Beschichtung kann 
eine solcherart beschichtete Unterlage auch mehrere Lagen 
aufweisen. Ebenso kann durch das Auftragen verschiedener 
Materialien die Beschichtung Bereiche unterschiedlicher 
Materialien aufweisen. Diese konnen sich bei mehrfacher 
Beschichtung auch in verschiedenen Lagen befinden. 
[0053] Durch Auftragen transparenter Beschichtungsma- 
teri alien lassen sich, wie oben beschrieben auch optische 
Komponenten, wie etwa Wellenleiter in der Beschichtung 
definieren. 

[0054] Insbesondere konnen durch stxukturiertes Auftra- 
gen auch mehrkomponentige optische Elemente, wie bei- 
spielsweise Gitter und/oder Arrayed- Waveguide Gratings 
und/oder Mach-Zehnder Interferometer mit der Beschich- 
tung hergestellt werden. 

[0055] Die Erfindung wird nach folgend anhand be vorzug- 
ter Ausfuhrungsformen und unter Bezugnahme auf die bei- 
gefUgten Zeichnungen nSher erl&utert, Dabei verweisen 
gleich Bezugszeichen auf gleiche oder ahnliche Tbile. 
[0056] Es zeigen: 

[0057] Fig. 1 eine erste Ausfuhrungsform einer erfin- 
dungsgemaBen Vorrichtung fur die Beschichtung bahnfor- 
miger Unterlagen, 

[0058] Fig. 2 eine Ausfuhrungsform einer erfindungsge- 
maBen Vorrichtung fur die Beschichtung von Einzeisubstra- 
ten, 

[0059] Fig- 3 eine schematische Aufsicht auf eine Be- 
schichtungseinheit, 

[0060] Fig* 4 schematisch die Herstellung einer struktu- 
rierten Beschichtung einer Oberflache einer zu beschichten- 
den Unterlage, 

[0061] Fig, 5A-5C Verfahrensschritte zur Herstellung 
metallisierter Bereiche auf einer Unterlage, 
[0062] Fig. 6A-6C Verfahrensschritte zur Herstellung ei- 
ner mehrlagigen Beschichtung mit Wellenleiterstrukturen, 
und 

[0063] Fig, 7 schematisch eine Vorrichtung zur Herstel- 
lung von Druckformen, 
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[00541] Fig, 1 zeigt eine schematische Ansicht einer ere ten 
Ausfuhrungsform einer erfindungsgemBBen \brrichtung 
zum Auftragen von Beschichtungen, wclche als Ganzes mit 
1 bczeichnet isL Die in Ffig. 1 dargestellte AusfUhruagsform 
der Vorrichtung 1 dient zur Beschichtung einer bandformi- 5 
gen Unterlage 2 T welche auf einer Rolle SI aufgewickelt ist 
Die Unterlage 2 kann beispielsweise Papier, Karton oder ein 
Folienmaterial umfassen, welches entsprechend aufwickel- 
bar ist Die Rolle 51 ist Bestandteil einer Transport^ nric ti- 
tling, welche die Unterlage 2 durch die Vorrichtung 1 befor- 10 
dert. Die Unterlage wird nach der Beschichtung auf einer 
weitere Rolle 52, die ebenfalls Teil der BefBiderungsein- 
richtung ist, aufgewickelt Die Transporteinrichtung umfaflt 
femer eine oder mehrere Walzen 53, die beispielsweise auch 
als Vakuumforderwalzen ausgebildet sein konnen. IS 
[0055] Die Unterlage 2 wird mittels der Transporteinrich- 
tung 51, 52 und 53 entlang einer durch einen Pfeil symboli- 
sierten ersten Richtung 54 durch eine Beschichtungseinheit 
4 gefuhrt. Die Beschichtungseinheit 4 umfafit einen Dosier- 
kopf 10, welcher DUsen zum Auftragen des Beschichtungs- 20 
materials aufweist Der Dosierkopf, beziehungsweise die 
Diisen des Dosierkopfs sind z, B. unter Ansprecben auf 
rechnergenerierte Signale steuerbar. Dazu ist der Dosierkopf 
10 uber eine geeignete Schnittstelle 14 mit einem Rechner 
12 verbunden. Als Schnittstelle kann dabei beispielsweise 25 
eine Druckerschnittstelle verwendet werden. Vbm Rechner 
weiden entsprechende Steuersignale zum Ansteuern der DU- 
sen des Dosierkopfes 10 erzeugt und an diesen uber die 
Schnittstelle 10 iibermittelt Von den Diisen wird dann 
punktweise unter Anspiechen auf das Steuersignal Be- 30 
schichtungsmaterial aufgetragen. Das Beschichtungs mate- 
rial kann beispielsweise einen Lack umfassen, so da£ mittels 
der erfindungsgemaBen Vorrichtung ganzflachige oder 6rt- 
lich begrenzte Lackierungen auf der zu beschichtenden 
Oberflache 3 der bandfbrnxigen Unterlage aufgebracht wer- 35 
den konnen. 

[0056] Die Beschichtungseinheit 4 kann aufierdem eine 
Einrichtung zum Bewegen des Dosierkopfs entlang einer 
zweiten, zur ersten Richtung im wesentlichen senkrechten 
Richtung umfassen. Darnit kann der Dosierkopf in Richtung 40 
senkrecht zur Papierebene verfahren und positioniert wer- 
den, so dafi die gesamte Oberflache der bandformigen Un- 
terlage 2 Uberstrichen werden kann. 
[0057] Nach dem Verlassen der Beschichtungseinheit 4 
wird die bandformige Unterlage 2 an einer TVocknungsein- 45 
heit 6 vorbeigefuhrt, welche durch Erwarmen der aufgetra- 
genen Beschichtung, insbesondere mittels Heis shift oder 
Warmestrahlung dem aufgetragenen Beschichtungsmaterial 
ein wenigstens teilweises Abdampfen von Losungsmitteln 
bewirkt Diese Ausfuhrungsform der Vomchtung 1 weist 50 
auBerdem nocta eine Strahlenhfirtungseinheit 8 auf, an wel- 
cher die beschichtete Unterlage 2 ebenfalls vorbeigefuhrt 
wird. Die Strahlenhartungseinheit 8 strahlt z. B. uitraviolet- 
tes licht oder Elfiktronenstrahlen auf die Beschichtung. 
Wurde die Unterlage 2 in der Beschichtungseinheit 4 bei- 55 
spielsweise mit einem UV-hartbaren Lack beschichtet, so 
wird der Lack wahrend des Vorbeifuhrens an der Einheit 8 
gehartet Der UV-hartbare Lack kann dabei beispielsweise 
auf der Basis von Acrylaten, Methacrylaten, Poly vinylether, 
Polyestern auf Maleinsaure- oder Fumarsaurebasis, Epoxid- 60 
harzen, Styrolverbindungen, Siliconacrylaten oder Mi- 
schungen aus diesen hergestellt sein. 

[G063] Durch die Kombination von Trocknung und Har- 
tung wird eine feste Beschichtung erzeugt, die aufierdem vor 
dem Aufwickeln der bandformigen Unterlage 2 auf die 
Rolle 52 fertig ausgehMrtet ist, so dafi es auf der Rolle 52 
nicht mehr zum Zusammenkleben einzelner Lagen kommt 
AbschlieBend kann vor dem Aufrollen der Unterlage 2 auch 
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noch eine Kuhlung mittels einer Kuhlungseinheit 9 vorge- 
nommen werden. 

[00691 Fig, 2 zeigt schematisch eine Ausftlhrungsfonn ei- 
ner erfindungsgemaBen Vorrichtung fur die Beschichtung 
von Einzelsubstraten. Die \forrichtung weist dazu eine Zu- 
fQhrungseinrichtung 100 fur die Zufuhr von Unterlagen in 
Form einzelner Substrate auf. Die Substrate werden von der 
Zufuhrungseinrichtung 100 auf einem Transportband 55 ab- 
gelegt, welches mit Walzen 53 gefuhrt undbewegt wird. Die 
Vorrichtung 1, insbesondere die Beschichtungseinheit 41 der 
Vorrichtung 1 kann zur Ermittlung der Position der Unterla- 
gen 2 auf dem Transportband 55 eine Positionsermittlungs- 
einrichtung 36 aufweisen. Beispielsweise kann die Positi- 
onsermitdungseinrichtung 36 die Lage der vordeien Kante 
der Einzelsubstrate mittels einer geeigneten Lichtschranke 
bestimmen. Die Positionsemritdungseinrichtung 36 kann 
mit einer Schnittstelle 15 am Rechner 12 angeschlossen 
sein, urn Positionsdaten oder entsprechende Signale an den 
Rechner 12 ubermitteln. Die Positionsdaten konnen dann 
von dem Programm zur Steuerung des Dosierkopfs 10 be- 
riicksichtigt werden, um eine exakte Ausrichtung der aufge- 
tragenen, strukturierten Beschichtung zu erhalten. 
[0070] Die Oberflachen der Unterlagen werden dann wie 
anhand von Fig. 1 beschrieben, behandelt. Die fertig be- 
schichteten Unterlagen 2 werden nach Hartung und Trock- 
nung von einer Entn ah meeinri c h tung 101 fur Einzelsub- 
strate vom Transportband abgenommen und gestapelt. 
[0071] Fig. 3 zeigt eine schematische Aufsicht auf eine 
Ausfuhrungsform einer Beschichtungseinheit 4. Die Be- 
schichtungseinheit 4 kann beispielsweise als Modul in eine 
Beschichtungsaniage oder eine Druckmaschine integriert 
werden, so daB die zu beschichtenden Unterlagen entlang 
der ersten Richtung 54 an der Beschichtungseinheit 4 vor- 
beigefuhrt werden. Diese Ausfuhrungsform der Beschich- 
tungseinheit 4 weist einen Dosierkopf 10 auf, welcher ent- 
lang einer zur Richtung 54 im wesentlichen senkrechten 
Richtung 56 beweglich ist. Dazu wird der Dosierkopf 10 auf 
einer Fiihrungsschiene 38 entlang der Richtung 56 beweg- 
lich gehaltert. Der Dosierkopf 10 ist auBerdem an einem 
Zahnriemen 44 befestigt, welcher Uber Zahnr&der 42 lauft. 
Bines der ZahnrMder 42 ist mit einem Schrittmotor 40 ver- 
bunden, welcher dementspiechend iiber das Zahnrad 42 den 
Zahnriemen 44 antreibt und den Dosierkopf entlang der 
Fiihrungsschiene 38 bewegt. Die Beschichtungseinheit 4 
kann auBerdem Uber eine Elektronik zur Steuerung des Do- 
sierkopfs 10 und zum Antrieb des Schrittmotors aufweisen. 
Aufierdem kann die Beschichtungseinheit 4, wie schema- 
tisch anhand der Fig. 1 und 2 gezeigt ist, eine Schnittstelle 
zur Verbindung mit einem Rechner zur Steuerung der Ein- 
heit 4 aufweisen. 

[0072] Im folgenden wild Bezug auf Fig. 4 genommen, 
welche schematisch die Herstellung einer ortsaufgelost 
strukturierten Beschichtung einer Oberflache 3 einer zu be- 
schichtenden Unterlage 2 zeigt. Die Unterlage 2 wird am 
Dosierkopf 10 entlang einer ersten Richtung 54 vorbeige- 
fuhrt. Der Dosierkopf 10 weist ansteuerbare DUsen 16 auf, 
welche jeweils Uber Zuleitungen 18 mit der Schnittstelle 
verbunden sind. Die Verbindung kann direkt, oder uber eine 
Schaltungsanordnung erfoigen. Die DUsen kdnnen Bubble- 
Jet-Dtisen oder Ink- Jet- Diisen sein. Dabei werden die Uber 
die Schnittstelle gesendeten Steuersignal e in entsprechende 
Zuleitungssignale transformiert. Die DUsen 16 sind mit ei- 
nem Reservoir 20 verbunden, in welchem sich das Be- 
schichtungsmaterial 22 befindet. 

10073] Wird ein Zuleitungssignal Uber die Zuleitung an 
eine DUse gelegt, so wird bei einer Bubble- Jet-Diise ein Be- 
reich der Diise ertdtzt, so dafi Beschichtungsmaterial, bezie- 
hungsweise Losungsmittel des Beschichtungsmaterials ver- 
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damp ft und edn Tropfen 24 dutch den Dampfdiuck aus der 
DUse auf die zu beschichtende Oberflache 3 der Unterlage 2 
aufgetragen wild. Dutch Bewegung der Unterlage in der 
Richtung 54, sowie den Zeitpunkt, zu dem ein Steuersignal, 
beziehungsweise ein Zuieitungssignal an die Duse gelegt 
wird, wild somit die Position eines lYopfens 24 aus Be- 
schichtungsmaterial in der Richtung 54 entlang der Oberfla- 
che 3 festgelegt Durch Bewegung des Dosierkopfs 10 in ei- 
ner zu Richtung 54 senkrechten Richtung wird die Position 
eines Tropfens auch in dieser Richtung bestrmmt, so daft 
sich aus der Vielzahl aufgetragener Tropfen 24 ortsaufgelost 
strukturierte Beschichtungen nach dem Drop-on-Demand- 
Prinzip herstellen lassen. Die einzelnen Tropfen konnen 
nachfolgend abhangig von der Zusammensetzung des Be- 
schichtungsmaterials beispielsweise durch UV-Hartung 
oder thermische Vemetzung verfestigt werden, urn eine feste 
und dauerhafte Beschichtung zu erzeugen. Die Tropfen 24 
konnen insbesondere so dicht nebeneinander gesetzt wer- 
den, dafi sich aus den Tropfen ein geschlossener Film bildet. 
[0074] Nachfolgend wird Bezug auf die Fig. 5 A bis 5C 
genommen, welche Verfahrensschritte zur Herstellung me- 
tallic erter Bereiche auf einer Unterlage nach der Lift-off- 
Technik zeigen. 

[0075] Fig. 5A zeigt zunachst eine erfindungsgemaB be- 
schichtete Unterlage 2, die auf einer Seite 3 eine fertig aus- 
gehartete Beschichtung 26 aufweist Die Beschichtung kann 
dabei wie anhand von Fig. 4 beschrieben wurde, aufgetra- 
gen sein. Die Beschichtung 25 ist dabei derart strukturiert, 
dafi sie Grabenstruktuien 28 aufweist. Die Grabenstrukturen 
28 lassen Bereiche 30 der beschichteten Oberflache offen. 
[0076] Fig. 5B zeigt die beschichtete Unterlage 2 nach 
Aufbringen einer metailischen Schicht 32. Die Schicht muB 
nicht sliukluriert aufgebracht werden. Vielmehr kann die ge- 
samte Oberflache der Unterlage homo gen beschichtet wer- 
den, wobei die Beschichtung beispielsweise durch Auf- 
dampfen oder Aufsputtern oder auch nasschemisch erfolgen 
kann. Neben den beschichteten Bereichen der Oberflache 
werden durch die gieichmSBige Metallisierung auch die frei- 
gelassenen Bereiche 30 der Oberflache metallisch beschich- 
tet. 

[0077] AnschlieBend kann die strukturierte Beschichtung 
26 wieder entfemt werden. Dies kann beispielsweise durch 
Aurlosen in einem geeigneten Losungsrnittel erfolgen. 
Durch das Entfernen der Schicht 26 wird die Metallisierung 
der beschichteten Bereiche der Oberflache mil abgehoben 
oder entfemt. Fig. 5C zeigt die Unterlage nach diesern Ver- 
fahrensschritt. 

[0078] Dementsprechend verbleiben auf der Unterlage 
metallisierte Bereiche 341 an S telle der freigelassenen Berei- 
che 30 auf der Oberflache 3. Die metallisierten Bereiche 34 
konnen dann in geeigneter Weise Leiterbahnen biiden v so 
daB diese Van ante des Verfahrens insbesondere zur Struktu- 
rierung von Platinen geeignet ist 

[0079] In den Figuren Fig, 6A bis 6C sind bedspielhaft 
Verfahrensschritte zur Herstellung einer mehrlagigen Be- 
schichtung mit Wellenleiterstruktur anhand schemarischer 
Querschittansichten dargestellt. Auf die zu beschichtende 
Oberflache 3 einer geeigneten Unterlage 2 wird, wie anhand 
von Fig. 6A gezeigt ist, zunachst eine erste Lage 58 aus ei- 
nem ersten Material aufgetragen. 

[0080] Fig- 6B zeigt die Unterlage 2 nach einem weiteren 
Beschichtungsvorgang, bei welchem eine zweite Schicht 62 
auf die erste Schicht 60 aufgetragen ist Die Schicht 62 weist 
Bereiche 62 aus einem ersten Material und einen Bereich 64 
aus einem weiteren Material auf. Der Bereich 64 weist, urn 
spater einen Wellenleiter zu definieren, eine langgestreckte 
Struktur auf. 

[0081] Zur Herstellung dieser zweiten Lage wurde das er- 



flndungsgemaBe Verfahren mittels Bewegen der Unterlage 
relativ zum Dosierkopf und/oder des Dosierkopfes relativ 
zur Unterlage und Auftragen eines fluiden Beschichtungs- 
materials auf die Oberflache durch eine oder mehrere Dusen 

5 des Dosierkopfes unter Ansprechen auf von einem Rechner 
erzeugte Steuersignale hergestellt. Dabei wurden die Berei- 
che 62 und 64, die unterschiedLiche Beschichtungsmateria- 
lien umfassen, durch Auftragens eines ersten Beschich- 
tungsmaterials durch zurnindest eine erste Diise und eines 

10 zweiten Beschichtungsmaterials durch zurnindest eine 
zweite DUse des Dosierkopfs erzeugt. 
[0082] Die so hergestellte Beschichtung wird abschKe- 
fiend, wie anhand von Fig. 6C gezeigt ist, mit einer dritten 
Lage 66 abgedeckt Die fur die tnehrlagige Beschichtung 

15 verwendeten Beschichtungsmaterialien sind dabei so ge- 
wahlt, daB das Beschichtungsmaterial des Bereichs 64 ge- 
geniiber den angrenzenden Bereichen einen anderen Bre- 
chungsindex aufweist Damit durch den Bereich 64 eine 
Wellenleiterstruktur 68 definiert wird, weist dieser Bereich 

2D vorzugsweise einen niedrigeren Brechungsindex verglichen 
mit den Beschichtungsmaterialien der ersten und dritten 
Lage, sowie der Bereiche 62 auf. Selbstverstandlich konnen 
durch derartiges Auftragen mittels rechnergesteuerter Dttsen 
auch andere Strukturen, insbesondere auch andere optische 

25 Kbmponenten, wie beispielsweise optische Gitter in der Be- 
schichtung integriert werden. 

[0083] In Fng. 7 ist eine weitere Anwendung der Erfin- 
dung dargestellt. Fig. 7 zeigt schematisch eine Vorrichtung 
zur Herstellung von Druckformen. Diese \forrichtung kann 

30 insbesondere direkt in Druckmaschinen integriert werden, 
wodurch das aufwendige Herstellen und Wechseln der 
Druckformen entfallen kann. Die Vorrichtung ist beispiel- 
haft fur die Bebilderung eines Druckzylinders 46 darge- 
stellt.) In diesem Fall stellt der Druckzylinder die zu be- 

35 schichtende Unterlage und dessen Mantelflache die zu be- 
schichtende Oberflache der Unterlage dar. Zum Auftrag ei- 
ner flachenhaften Beschichtung wird dabei der Druckzylin- 
der wahrend des Beschichtung sprozesses rotiert 
[0084] Die Vorrichtung weist, ahnlich wie die oben erlau- 

40 terten AusfBhrungsformen eine Beschichtungseinheit 4 auf. 
Mit der Beschichtungseinheit 4 wird auf die Mantelflache 
des Druckzylinders eine Beschichtung 50 aufgetragen, die 
so strukturiert wird, daB sie die vorgesehene Bebilderung 
der Druckform aufweist Die Strukturierung kann dabei der- 

45 art sein, da£ die Druckfarbe auf erhabenen Bereichen der 
Beschichtung, oder in Vertiefungen in der Beschichtung 50 
haftet. 

[0085] Zus&tzLich kann die Vorrichtung noch eine UV- 
Hartungseinheit 8 bei Verwendung strahlenh art barer Be- 

50 schichtungsmaterialien und/oder eine TYocknungseinheit 6 
aufweisen. Wird die Vorrichtung in eine Druckmaschine in- 
tegriert, so kann der Druckzylinder beispielsweise mit einer 
Hebevorrichtung zum Beschichten von einer Druckposition 
in eine Beschichtungsposition gefahren werden, in welcher 

55 der Zylinder 46 berilhrungsfrei drehen kann. 

Bezugszeichenliste 

1 Vorrichtung zum Auftragen von Beschichtungen 
60 2 Unterlage 

3 zu beschichtende Oberflache der Unterlage 2 

4 Beschichtungseinheit 

5 Transporteinrichtung 

6 Trocknungseinheit 
65 8 UV-Hfirtungseinheit 

9 Kuhlungseinheit 

10 Dosierkopf 
12 Rechner 
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14, 15 Schnittstelle 
16 DUsen 

18 Zuleitungen zu Dtisen 16 
20 Reservoir 

22 Beschichtungsmaterial 5 
24 Tropfen 

26 ausgehartete Beschichtung 

28 Grabeostrukturen in Beschichtung 26 

30 freibleibende Bereiche auf struktuxiert beschichteter 

Oberflache 10 

32 Metallisierung 

34 metaliisierte Bereiche 

36 Positionsea3nitdungs»Einrichtung 

38 Fuhrungsschiene 

40 Schrittmotor 15 
42 Zahnrad 
44 Zahnriemen 
46 Diuckzylinder 
48 Hebevorrichtung 

50 Strukturierte Beschichtung 20 
51, 52 Rollen 

53 WaLzen 

54 erste Richtung 

55 Transportband 

56 zweite, zu Richtung 54 im wesentlichen senkrechte Rich- 25 
tung 

58 erste Lage einer mehrlagigen Beschichtung 
60 zweite Lage einer mehrlagigen Beschichtung 
62 erster Bereich 

64 zweiter Bereich 30 
66 dritte Lage einer mehrlagigen Beschichtung 

100 Zufuhrungseinrichtung fur Einzelsubstrate 

101 Enmahrneeinrichtung fur Einzelsubstrate 



Patentanspruche 



35 



1. Verfahren zum Auftragen von Beschichtungen auf 
Oberflachen mit einer Vorrichtung (1), die zumindest 
einen Dosierkopf (10) umfaBt, welcher zumindest eine 
durch ein Steuersignal ansteuerbare Duse (16) auf- 40 
weist, gekennzeichnet durch die Schritte: 

- Bewegen einer Unterlage (2) mit einer zu be- 
schichtenden Oberflache (3) entlang dieser Ober- 
flache (3) relativ zum Dosierkopf (10) und/oder 
Bewegen des Dosierkopfs (10) relativ zu einer zu 45 
beschichtenden Oberflache (3) einer Unterlage 
(2), und 

- Auftragen eines fluiden Beschichtungsmateri- 
als auf die Oberflache durch die Duse unter An- 
sprechen auf zumindest ein von einem Rechner 50 
(12) erzeugtes Steuersignal. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daft der Schritt des Auftragen s eines fluiden Be- 
schichtungsmatexials auf die Oberflache den Schritt des 
Auftragens eines fluiden Beschichtungsmaterials durch 55 
eine Bubble- Jet-Duse und/oder eine Ink- Jet-Duse um- 
faBt. 

3. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Schritt des Auftragens 
eines fluiden Beschichtungsniaterials den Schritt des 60 
Ofmens eines Ventils, insbesondere eines Piezoventils 
umfaBt 

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Schritt des Auftragens 
eines fluiden Beschichtungsmaterials den Schritt des 65 
Auftragens eines fluiden Beschichtungsmaterials, wel- 
ches einen thermoplastischen Kunststoff aufweist, um- 
faBt. 



5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, daB der thermoplasdsche Kunststoff einen Kunst- 
stoff aus einer Gruppe aufweist, die Polyethylen, Poly- 
propylen, Poiyacrylat, Polymethacrylat, Polyacrylni- 
tril, Polybutadien, Polyamid, Polyester, Polyether, Po- 
lyetherketone, Polyvinylacetate, Polyacetale, Polyvi- 
nylacetate, Polyoiefine, Polycarbonat, Polyether- 
Block- Amide, PSU, PES, PPS, PVC, PVDC, PET, PS, 
PTFE, PVDF, PF, Polyimide, Polyimid-Derivate, Cel- 
lulosederivate und Copolymerisate umfaBt. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Schritt des Auftragens 
eines fluiden Beschichtungsmaterials den Schritt des 
Auftragens eines Beschichtungsmaterials umfaBt, wel- 
ches einen gelosten Kunststoff aufweist. 

7. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Schritt des Auftragens 
eines fluiden Beschichtungsmaterials den Schritt des 
Auftragens eines Beschichtungsmaterials umfaBt, wel- 
ches wenigstens eine Komponente eines chemischen 
ReaktiYsystems aufweist 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 
net, daB das chemische Reakivsystem ein isocyanatver- 
netzendes System und/oder ein Polyurethan und/oder 
ein Epoxidsystem und/oder ein Silikon und/oder ein 
Derivat eines dieser Systeme umfaBt 

9. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 8, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Schritt des Auftragens 
eines fluiden Beschichtungsmaterials den Schritt des 
Auftragens eines Beschichtungsmaterials umfaBt, wel- 
ches wenigstens eine Komponente eines thermisch ver- 
netzbaren Systems aufweist. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich- 
net, daB das thermisch vernetzbare System ein Poly- 
ester-Melamin und/oder ein Harnstoff-Harz und/oder 
ein Epoxidsystem und/oder ein Polyesthersystem um- 
faBt 

11. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 10, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Schritt des Auftragens 
eines fluiden Beschichtungsmaterials den Schritt des 
Auftragens eines Beschichtungsmaterials umfaBt, wel- 
ches wenigstens eine Komponente eines strahlenhart- 
baren Systems aufweist. 

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das strahlenhartbare System ein Acrylat 
und/oder ein Methacrylat und/oder ein Poly vinylether 
und/oder ein Polyester und/oder eine Maleinsaurever- 
bindung und/oder eine Fu marsa* ureverbindung und/ 
oder ein Epoxid und/oder eine Styrolverbindung und/ 
oder ein Siliconacrylat umfaBt 

13. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 12, ge- 
kennzeichnet durch den Schritt des Verfestigens des 
fluiden Beschichtungsmaterials auf der Oberflache (3). 

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Schritt des Verfestigens des fluiden 
Beschichtungsmaterials auf der Oberflache den Schritt 
des Trocknens des Beschichtungsmaterials umfaBt 

15. Verfahren nach einem der Anspriiche 13 oder 14, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Schritt des Verfesti- 
gens des fluiden Beschichtungsmaterials auf der Ober- 
flache den Schritt des UV-Hartens des Beschichtungs- 
materials umfaBt 

16. Verfahren nach einem der Anspruche 13 bis 15, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Schritt des Verfesti- 
gens des fluiden Beschichtungsmaterials auf der Ober- 
flache den Schritt des Polymerisierens des Beschich- 
tungsmaterials, umfaBt. 

17. Verfahren nach einem der Anspruche 13 bis 16, 
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dadurch gekennzeichnet, daB der Schritt des Verfesti- 
gens des fluiden Beschichtungsmaterlals auf der Ober- 
flache den Schritt des Vemetzens, insbesondere des 
thermischen Vernetzens umfaBt. 

18. Verfahren nach einetn der Anspriicbe 1 bis 17, da- 5 
durch gekennzeichnet, daB der Schritt des Verfestigens 
des fluiden Beschichtungsmaterials auf der Oberflache 
den Schritt des Reagierens des Beschichtungsmaterials 
rait einer \forbeschichtung und/oder einer Nachbe- 
schichtung auf der Oberflache (3) umfaBt to 

19. Verfahren nach einem der AnsprUche 1 bis 18, wo- 
bei der Dosierkopf zumindest eine erste Dtise und zu- 
mindest eine zweite Duse aufweist, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Schritt des Auftragens ernes fluiden 
Beschichtungsmaterials auf die Oberflache durch die is 
Duse (16) unter Ansprechen auf ein von einem Rech- 
ner (12) eizeugtes Steuersignal den Schritt des Auftra- 
gens eines ersten Beschichtungsmaterials durch die zu- 
mindest eine erste Duse und eines zweiten Beschich- 
tungsmaterials durch die zumindest eine zweite DUse 20 
umfaBt 

20. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 1 9, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Schritt des Bewegens 
einer Unterlage (2) mit einer zu beschichtenden Ober- 
flache (3) entlang dieser Oberflache (3) relativ zum Do- 25 
sierkopf (10) und/oder Bewegen des Dosierkopfs (10) 
relativ zu einer zu beschichtenden Oberflache (3) einer 
Unterlage (2)den Schritt des Vorschiebens der Unter- 
lage (2) in einer ersten Richtung (54) umfaBt 

21. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekenn- 30 
zeichnet, dafi der Schritt des Bewegens einer Unterlage 
(2) mit einer zu beschichtenden Oberflache (3) entlang 
dieser Oberflache (3) relativ zum Dosierkopf (10) und/ 
oder Bewegens des Dosierkopfs (10) relativ zu einer zu 
beschichtenden Oberflache (3) einer Unterlage (2)den 35 
Schritt des Bewegens des Dosierkopfes entlang einer 
zweiten, zur ersten Richtung im wesentlichen senk- 
rechten Richtung (56) umfaBt. 

22. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 21, da- 
durch gekennzeichnet, daB die zu beschichtende Unter- 40 
lage (2) auf einer Rolle (51) aufgewickelt ist und der 
Schritt des Bewegens einer Unterlage (2) rait einer zu 
beschichtenden Oberflache (3) entlang dieser Oberfla- 
che (3) relativ zum Dosierkopf (10) und/oder Bewe- 
gens des Dosierkopfs (10) relativ zu einer zu beschich- 45 
tenden Oberflache (3) einer Unterlage (2) den Schritt 
des Abwickelns der Unterlage (2) von der Rolle (51) 
umfaBL 

23. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 22, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Schritt des Bewegens 50 
einer Unterlage (2) mit einer zu beschichtenden Ober- 
flache (3) entlang dieser Oberflache (3) relativ zum Do- 
sierkopf (10) und/oder Bewegens des Dosierkopfs (10) 
relativ zu einer zu beschichtenden Oberflache (3) einer 
Unterlage (2) den Schritt des Aufwickelns der Unter- 55 
lage (2) auf eine Rolle (52) umfaBL 

24. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 23, da- 
durch gekennzeichnet, dafi der Schritt des Auftragens 
eines fluiden Beschichtungs materials den Schritt des 
Auftragens eines Beschichtungsmaterials umfaBt, wel- 60 
ches eine metallhaltige KeimlGsung, insbesondere eine 
Sn(IV)-haltige Keimlflsung umfaBt, 

25. Verfahren nach Anspruch 24, weiter gekennzeich- 
net durch den Schritt des Metaliisierens, insbesondere 
des nasschemischen Metaliisierens der Oberflache. 65 

26. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 25, 
weiter gekennzeichnet durch den Schritt des zumindest 
teilweise Entfemens der Beschichtung auf der Oberfla- 
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che. 

27. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 26, ge- 
kennzeichnet durch den Schritt des Ausrichtens der 
Unterlage (2) relativ zum Dosierkopf (10). 

28. Verfahren nach einem der Anspriicbe 1 bis 27, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Schritt des Auftragens 
eines fluiden Beschichtungsmaterials auf die Oberfla- 
che (3) durch die Duse (1<J) unter Ansprechen auf ein 
von einem Rechner (12) erzeugtes Steuersignal den 
Schritt des Auftragens von Beschichtungsmaterial auf 
zumindest einen Bereich (64) umfaBt, welches einen 
gegentlber angrenzenden Bereichen (62) anderen Bre- 
chungsindex aufweist 

29. Verfahren nach Anspruch 28, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der zumindest eine Bereich ein optisches 
Element, insbesondere einen Wellenleiter (68) defi- 
niert 

30. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 29, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Schritt des Auftragens 
eines fluiden Beschichtungsmaterials auf die Oberfla- 
che (3) durch die Dtise unter Ansprechen auf ein von 
einem Rechner (12) erzeugtes Steuersignal den Schritt 
des Bebilderns einer Druckform (46) umfaBt. 

31. Vsrfahren nach einem der Anspruche 1 bis 30, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Schxitte des 

- Bewegens einer Unterlage (2) mit einer zu be- 
schichtenden Oberflache (3) entlang dieser Ober- 
flache (3) relativ zum Dosierkopf (10) und/oder 
Bewegens des Dosierkopfs (10) relativ zu einer zu 
beschichtenden Oberflache (3) einer Unterlage 
(2), und des 

- Auftragens eines fluiden Beschichtungsmateri- 
als auf die Oberflache durch die Duse unter An- 
sprechen auf ein von einem Rechner (12) erzeug- 
tes Steuersignal mehrfach durchgefuhrt werden. 

32. Vorrichtung (1) zum Auftragen von Beschichtun- 
gen, insbesondere gemafi eines Verfahrens nach einem 
der Anspriiche 1 bis 31, umfassend wenigstens eine 
Beschichtungseinheit (4), die zumindest einen Dosier- 
kopf (10) umfaBt, welcher zumindest eine Diise (16) 
aufweist, welche unter Ansprechen auf ein rechnerge- 
neriertes Steuersignal steuerbar ist, und eine Einric bl- 
uing (5) zum Bewegen einer Unterlage (2) mit einer zu 
beschichtenden Oberflache (3) entlang dieser Oberfla- 
che (3) relativ zum Dosierkopf (10) und/oder zum Be- 
wegen des Dosierkopfs (10) relativ zu einer zu be- 
schichtenden Oberflache (3) einer Unterlage (2). 

33. Vorrichtung nach Anspruch 32, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Dosierkopf (10) so angeordnet ist, 
dafi die zumindest eine Diise die zu beschichtende Un- 
terlage (2) nicht bertthrt. 

34. Vorrichtung nach Anspruch 32 oder 33, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Einrichtung (5) zum Bewegen 
einer Unterlage (2) mit einer zu beschichtenden Ober- 
flache (3) entlang dieser Oberflache (3) relativ zum Do- 
sierkopf (10) und/oder zum Bewegen des Dosierkopfs 
(10) relativ zu einer zu beschichtenden Oberflache (3) 
einer Unterlage (2) eine Transporteinrichtung (53, 55) 
zum Transport der Unterlage (2) entlang einer ersten 
Richtung (54) umfaBt. 

35. Vorrichtung nach Anspruch 34, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Beschichtungseinheit (4) eine Ein- 
richtung (38, 40, 42, 44) zum Bewegen des Dosier- 
kopfs (10) entlang einer zweiten, zur ersten Richtung 
(54) im wesentlichen senkrechten Richtung (56) um- 
faBt 

36. Vorrichtung nach einem der Anspruche 32 bis 35, 
dadurch gekennzeichnet, daB die zumindest eine Diise 
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(16) eine Bubble- Jet-Diise und/oder eine Ink-Jet-Diise 
umfafiL 

37. Vorrichtung nach einem der Anspruche 32 bis 36, 
dadureh gekennzeichnet, daB die zumindest eine DUse 

an ein Ventil, insbesondere ein Piezoventil angeschlos- 5 
sen ist. 

38. Vorrichtung nach einem der Ansprttche 32 bis 37, 
gekennzeichnet durch eine Einrichtung zum Verfesti- 
gen der beschichteten Oberflache der Unterlage. 

39. Vorrichtung nach Anspruch 38, dadureh gekenn- LO 
zeichnet, daB die Einrichtung zum Verfestigen der be- 
schichteten Oberflache der Unterlage eine Trocknungs- 
einrichtung (6), insbesondere eine Irifrarot- und/oder 
Warmetrocknungseinrichtung umfafit. 

40. Vorrichtung nach Anspruch 38 oder 39, dadureh 15 
gekennzeichnet, daB die Einrichtung zum Verfestigen 
der beschichteten Oberflache der Unterlage eine UV- 
Hartungseinrichtung (8) umfaBt. 

41. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 32 bis 40, 
gekennzeichnet durch eine Einrichtung zur Ausrich- 20 
tung der Unterlage relativ zum Dosierkopf (10). 

42. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 32 bis 41, 
gekennzeichnet durch eine Einrichtung (36) zur Positi- 
onsmessung der Unterlage. 

43. Beschichtete Unterlage (2), hergestellt nach einem 25 
Verfahren gemaB einem der Anspriiche 1 bis 31 una/ 
oder beschichtet mit einer Vorrichtung (1) nach einem 
der Anspriiche 32 bis 42. 

44. Beschichtete Unterlage nach Anspruch 43, da- 
dureh gekennzeichnet, daB die Beschichtung mehreie 30 
Lagen (58, 60, 66) aufweist 

45. Beschichtete Unterlage nach Anspruch 43 oder 44, 
dadureh gekennzeichnet, daB die Beschichtung Berei- 
che (62, 64) unterschiedlicher Materiaiien aufweist. 

45. Beschichtete Unterlage nach Anspruch 43 oder 44, 35 
dadureh gekennzeichnet, daB die Beschichtung (50) 
zumindest eine optische Komponente, insbesondere ei- 
nen Wellenleiter (68) aufweist. 

46. Beschichtete Unterlage nach Anspruch 45, da- 
dureh gekennzeichnet, daB in der Beschichtung ein 40 
Gitter und/oder ein Arrayed- Waveguide Grating und/ 
oder ein Mach-Zehnder Interferometer definiert ist. 
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